NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60249-2-15
STAN DARD Premiere édition

First edition
1987-10

e’ polyimide
abilité définie

. Flexible copper-clad
of defined flammability

Numéro de référence
Reference number
CEIIEC 60249-2-15: 1987



https://iecnorm.com/api/?name=c63b48ad4ee18930ce6907f9c43ac484

Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de !a CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-

porating amendment 1 and the base publication
inr‘nrlnnrnfing amendments 1 and 2

et 2.

Validitié de la présente publication

Le contgnu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete ['état

actuel dg la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogtie de la CEI.

Les rendeignements relatifs & des questions a I'étude et
des travhux en cours entrepris par le comité technique
qui a éfabli cette publication, ainsi que la liste des
publicatipns établies, se trouvent dans les docum
dessous

Site web» de la CEI*

. «

Catalogue des publications de la CEIl
Hublié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*
E

O

ulletin de la CEI
isponible a la fois a

Termi
et litté

En ce qui
se repo
techniqd

Pour leg
et les si
lecteur
utiliser en électrotech
graphiques utilisables ste/le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et 1a CE|l 60617:
Symboles\graphiques pour schémas.

prouvés par la CEl, le
: Symboles littéraux a

Validity of this publicatio

is kept
ing that

¢ |IEC catalogpe.

ion and
chnical
, ps well
at the

the

; ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referffed to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readgrs are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \|EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC |60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=c63b48ad4ee18930ce6907f9c43ac484

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60249-2-15
STAN DARD Premiére édition

First edition
1987-10

2 polyimide
abilité définie

: Flexible copper-clad
of defined flammability

© IEC 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights rleserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanical,
procéds, électronique ou mécaniqus, y compris la photo-  including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans |'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Memnvuaponﬂaﬂ Snem'po-rexmuecnan Homuccua

CODE PRIX L
PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=c63b48ad4ee18930ce6907f9c43ac484

PREAMBULE . . . . . . . o e e e e

2 249-2-15 © CEI 1987

SOMMAIRE

PREFACE . . . . . . o,

Articles

9. [Exigences supplémentaires

1
2
3
4.
5
6

% =

. Domained’application . . ... ... .. ... ... ...
. Matériaux etconstruction . . . . . .. ... L L
- Marquageinterne . . .. .. ...
Propriétés électriques . . . . . . ... ..

MEPRA 1 P K] £.1 1 L
TUPTICILS HUIT UICUITTQUUS QU THI TOCOU VYOI UC CUIvVIC o o . . .. P T

. Propriétés non électriques du matériau de base aprés enlévement complet de Ia
CUIVIE . . . . L it et e e e e e e e e e e

Emballageetmarquage . . .. ... ... ... .. ........;:

. Essaisderéception . . . .. ... ... ... L ...

S

oo 00 N N

10

18
20
20
20


https://iecnorm.com/api/?name=c63b48ad4ee18930ce6907f9c43ac484

249-2-15 © 1EC 1987 -3 -

CONTENTS

Page
FOREWORD . . . . . 5
PREFACE . . . . . e e e e 5
Clause
L. Scope . . . e 7
2. Materialsand construction . . . . ... .. ... L 7
3. Imternalmarking . . . . . ... L 9
4. Electrical properties . . . . . . . . . . .. e 9
5. Nen-eleetrical-propertiesoftheeoppercladiitm—M————————————————————————————————— .11
6. Non-electrical properties of the base material after complete removal of t} 19
7. Packaging and marking 21
8. Acceptancetesting . . . . ... .. .. ... ... . ! oo 21
9. Additional requirements 21

RS

N



https://iecnorm.com/api/?name=c63b48ad4ee18930ce6907f9c43ac484

—4 — 249-2-15 © CEI 1987

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deunxieme partie: Spécifications
Spécification n° 15: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre,
d’inflammabilité définie

PREAMBULE
1) les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions te S cpagés pa Comités
¢'Etudes on sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions ime < pllis grande
nesure possible un accord international sur les sujets examinés.
2) {Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées.comme es 1 3 ités ionaux.
3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CE1 exprime [ wgeu que 8 i adoptent
ans leurs régles nationales le texte de la recommandation de e ionales le

permettent. Toute divergence entre la recommandation de la/CE ke (4 € it. dans la
mesure du possible. étre indiquée en termes clairs dans cette derniérs

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concerndnt A0y di bi ; i sabpilité n’est
Ppas engagée quand il est déclaré qu’un matégi

La présente norme a &{é établié m ’ ° 1: Circuits i imég.

La présente norm
pldcera les spécificat ons co

indlure de nm S

e texte de cette

le rem-
ra aussi

iments suivants:

Wix E?\ \Ra/pport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de Jote
\52(@&5 \ \/ S2BC)274 52(BC)263 52(BC)29

-es rappegts de Yote’indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sug le vote
avant abeutia obation de cette norme.

L

A

publictions suivantes de la C E 1 sont citées dans la présente norme:

Publicats PoYe) "A(\ lll{\O’)\ Rlllo' M SO A k M 'o M

e rere-partetéthodesdessat

249- 3A(l976) Premler mmplement a Ia Puhhratmn ?49 3 (1973) Matériaux de base pour circuits
imprimés. Troisieme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits
imprimés — Spécification n° 2: Spécification pour feuille de cuivre utilisée pour la
fabrication de matériaux de base plaqués cuivre.


https://iecnorm.com/api/?name=c63b48ad4ee18930ce6907f9c43ac484

249-2-15 © 1EC 1987 -5

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS
Part 2: Specifications
Specification No. 15: Flexible copper-ciad polyimide film,
of defined flammability

FOREWORD

1) The tormal decisions or agreements of the { EC on technical matters, prepared by Tech
Nhtional Committees having a special interest therein are represented, express, as
cdnsensus of opinion on the subjects deait with.

igh all the
‘hational

2) They have the form of recommendations for mternational use and they are accspied b .c\‘ ational Cofuimitteds in that
sefise.

3) Inforder to promote international unification, the 1 EC expresses th
text of the 1EC recommendation for their nationai ruies in so
between the [ EC recommendation and the corresponding natio
the latter.

agopt the
will permit. Any dijergeace
sible, be clearly ind{cated in

4) The TEC has not laid down any procedure cgfiderning pi al 2 ‘ nsibility
when an item of equipment is declared to co t

TJ\is standard has beendprepargd by WEX 1ical Cominittee No. 52; Printed Circuits.
Th lication series which will replace the spqcifica-
tions originally included 1 Can 49-2 and will also include new specifications.

The text ofth1> stgnda ollowing documents:

SM \ \chou on Yoty Two Months’ Procedure ‘
!
\Q(CO\& \ S2AC0O)274 52(C0O)263 I 52(CON29I ;

Reporton Voupyg

Votuing

Rep

The fpllewing 1 E C publicativns are quoted in this standard:

» HEVSPNEYL O 2401 10NN o - ; e n & —
ubHeat OS5 AT TSt trrtetratsrorprvtedtrrens Hart oSt tiTotds:

249-3A(1976): First suppiement to Publication 249-3 (1973): Base materials for printed circus,
Pt _ / p Sirew
Part 3: Special maierials used w conuection with printed circuits — Specification
No. 2: Specification for copper 1oil for use in the manufacture of copper-clad base
materials.
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MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 15: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre,
d’inflammabilité définie

1. Domaine d’application

Cette spécification donne les exigences concernant les propriétés des ibles de

Note. — Pour désigner ce matériau, on peut utiliser la référence 249-2-15-1ECAP ;8 a bnfusion
possible, on peut utiliser aussi la désignation plus bréve IEC-249-2-15.

Cette spécification comporte des exigences facultatives ique quément par

accord entre acheteur et fournisseur. Les. films cuivrés répondant aytoltes les €xigenpes des

2. [Matériaux et construction

Le matériau consiste en un film isolant flexi \d’uné“feuille de cuivre sur une

face ou sur les deux faces, avec oy$a pas les
laminés de polyimide avec d’autres ( ; , FEP,
ou polytétrafluoréthylene, PTFE).
2.1 | Baseisolante
Sarésistance a la e6.3.
2.1 Filmde polyimis
Film de polyil dans le
tableau 0 Publi-
cation 249-Vdets cheteur

et fournisse
TABLEAU |

isseurs préférentielles et tolérances admissibles
pour le film de polyimide

Tolérance maximale admissible

Epaisseur nominale .
paiss en un potnt quelconque

wm in %
12,5 0,0005 T30
25 0,001 +20
50 0,002 +15
75 0,003 +10
125 0,005 +10

2.1.2  Agentde liaison

Une couche de colle peut étre utilisée entre le film de polyimide et la feuille métallique.
2.2 Feuille de métal

Cuivre répondant a la Publication 249-3A de la CEI.
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BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications
Specification No. 15: Flexible copper-clad polyimide film,
of defined flammability

1. Scope

This specification gives requirements for properties of flexible coppe
of defined flammability.

2. Materials and construction

of polyimide with other films (e}
ethylene, PTFE).

2.1 |Insulating base

Its flame resistance

2.1.1}  Polyimide film

Polyimide fi
table whe
thicknesses

—

TABLE 1

exred thicknesses and permitted tolerances of

ide film,

fusion,

tween
arked

pNne or

uoro-

6.3.

bwing

-1. [Other

polyimide film
Nominal thickness Maximum permitted
tolerance at any point
pm in %
12.5 0.0005 +30
25 0.00t +20
50 0.002 +15
75 0.003 +10
125 0.005 +10

2.1.2  Bonding medium

A layer of adhesive may be used between the polyimide film and the metal foil.

2.2 Metal foil
Copper as specified in IEC Publication 249-3A.
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2.3 Combinaisons préférentielles de feuille de cuivre et de film de polyimide

Les épaisseurs nominales du tableau ci-dessous supposent la présence d’une couche de colle
de 15 um (0,0006 in) d’épaisseur entre le cuivre et le film. Elles seront modifiées pour toute
autre épaisseur de colle.

TABLEAU 11

Feuille de cuivre Epaisseur du film de polyimide

pm (in)
Epaisseur Masse 12,5 25 50 S 125
nominale | surfacique (0,0005) | (0,001) | (0,002) | (0,003) | (0,005)
g/m? . R
L 2 e Epaisseur nominale totale
ey ozt Lm Gn)
Une face 18 152 — — 83
cuivrée (0,0007) 0,5) (0,003
35 305 — 75 1

(0,0014) (1 (0,0029) | (0,0039)
70 610 - -
(0,0028) )

Deux faces 18 152 — — — —
cuivrées (0,0007) 0,5)

35 305 — f\ 150 175 -
(0,0014) D (0, ) >0,0069)

70 610 — — — _
ot | 8 O/

3. Marquage interne

Non applicable. Q
JABLEAU 111

4. Propriétés électrique

S

\) Méthode d’essai
N (paragraphe dela .
LOpRles Publication 249-1 Exigences
dela CEI)

Résim stperf1digite, mesure effectuée 29 A létude
Q dzh§l<cha re climatique (facultatif) -
R&ssta&Mﬁcielle aprés reprise 2.2 100000 MQ min.

RéM transversale, mesure effectuée

N - 23 A I’étude
dans la chambre climatique (facultatif)
RESISTIVITE [TaNsversale apres 1eprise TOOT000- M T
23 uniquement sur les films

cuivrés sur deux faces

Permittivité relative aprés chaleur humide

et reprise (facultatif) 2.7 4,5 max.
Facteur de dissipation diélectrique apres .

chaleur humide et reprise (facultatif) 2.7 0,035 max.
Rigidité diélectrique (facultatif) 28 25kV/mm (625 V/mil)

min.
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2.3 Preferred combinations of copper foil and polyimide film

The nominal thicknesses in the table below assume the presence of an adhesive layer 15 um
(0.0006 in) thick between the copper and the film, and will thus need adjusting for any other
thickness of adhesive.

TABLE 11
. Polyimide film thickness
Copper foil um (in)
. ) 12.5 25 50 75 125
Nominal Mass per
thickness unit a?ea (0.0005) | (0.001) | (0.002) | (0.003) | (0.005)
g/m? Nomi R
wm (in (oo /E1) ominal total thickness
* pmn)
/7 N\
Foil one 18 152 — — 83
side - (0.0007) 0.5) (0.0033
35 305 — 75 10
(0.0014) ) (0.0029) | (0.0039)
70 610 — _—
(0.0028) 2) /\
Foil both 18 152 - - \
sides (0.0007) 0.5)
35 305 - /\ 15
(0.0014) Q)] €0: )
70 610 .- —
(0.0028) Q) /(\ /\

SR
3. Internal marking
Not applicable.

4. Electrical propexties 3
LE III
\> Test method
rop ty (Sub'clause of TEC Requirement
Publication 249-1)

urszist nce whie in the humidity 59 Under consideration
Q chamber(optipnal) -

@ce}s{Maﬂer recovery 2.2 100000 MQ min.

vOlMistivity while in the humidity

5 . .
chamber (optional) 23 Under consideration
votummre resistivity after recovery 000000 MO I O

23 films clad both sides only
Relative permittivity after damp heat and 27 4.5 max.
recovery (optional)
Dielectric dissipation f.actor after damp 27 0.035 max.
heat and recovery (optional)
Electrical strength (optional) 28 25kV/mm (625 V/mil)

min.
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5. Propriétés non électriques du film recouvert de cuivre

5.1
5.1.1

5.1.2

Quand le matériau est fourni en rouleau, les exigences des paragraphes 5.1 et 5.2
s’appliquer seulement a la partie qui est 4 plus de 6 mm de chaque bord.

Aspect de la face plaquée cuivre

Fini de surface normal

doivent

La face plaquée cuivre doit étre essentiellement exempte de cloques, plissements, piqires,
rayures profondes, creux et colle. Il doit étre possible d’enlever rapidement toute décoloration
ou contamination avec une solution d’acide chlorhydrique de masse volumique 1,02 g/cm3 ou

al’aide d’un solvant organique convenable.

Fini de surface de haute mlnlitp' {acultatif)

paragraphe 3.9 de la Publication 249-1 dela CEI.

gravure de conducteurs étroits et qu’elle est commandée par
suivantes s’ajoutent a celles du paragraphe 5.1.1; les condition

pour la
gences
lles du

Le fini de surface de la face plaquée cuivre doit étre tel qu’i issi as d’imperfec-

tions.

éfieure a
,J05 mm

e carré

Cette exigence s’applique auxfeuillesd Bg/m2et 610 g/m2, 1 oz/ft2 et

2 0z/ft2). Les rayures autorisées sh
I’étude.

<>

g/m2, 0,5 oz/ft2) sont epcore &

oit pas

-apres,
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5. Non-electrical properties of the copper-clad film

When material is supplied in roll form, the requirements of Sub-clauses 5.1 and 5.2 shall
apply only to material which is further than 6 mm from each edge.

5.1 Appearance of the copper-clad face
5.1.1 Normal surface finish

The copper-clad face shall be substantially free from blisters, wrinkles, pin-holes, deep
scratches, pits and adhesive. Any discoloration or contamination shall be readily removable
with a hydrochloric acid solution of density 1.02 g/cm3 or with a suitable organic solvent.

5.1.2__High-quality surface finish (optional)

If a surface of high quality is essential for precious metal plating or f ne lin ing and is
ordered by the purchaser, the following requirements shall apply indddi bf Sub-
clause 5.1.1 when inspected in accordance with Sub-clause 3.9 of J&

.010 mm
but not
e yard)

g/m2,
ft2) foil

2 mm?2

(2-10-5in2).
No material shal
Table IV:

9,

ifted by
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TABLEAU IV

249-2-15 © CEI 1987

Types, dimensions et nombre d’imperfections admis

Types

Dimension
(longueur si rien d’autre n’est indiqué)

Nombre d’imperfections admis

Supérieure a

Inférieure ou égale a

Dans toute surface

Dans toute surface

mm (in) mm (in) de Il m? (1,2 yd?) de 0,1 m2 (1 ft?)
Inclusions dans la — 0,1 (0,004) Toute quantité Toute quantité
surface de cuivre
0,1 (0,004) 0,25(0,01) 30 4
0,25(0,01) — 0 0
— 0,25(0,01) Toute quantité Touteguantité
0,25(0,01) 3,0 (0,12) 30 7
0,5 (0,02) { ou largeur } 11 ( 3
1,25 (0,05) 1,0 (0,04)
Enfoncements*
3,0 (0,12)
ou largeur — 0
1,0 (0,04)

tlconque
ne devra
ongueur

pximales

inclu-
ans le
Publi-
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5.2

— 13—

TABLE IV

Types, sizes and permitted numbers of imperfections

Types

Size

(length unless otherwise indicated)

Number of imperfections permitted

Above Not above In any area of In any area of
mm (in) mm (in) 1 m?(1.2 yd?) 0.1 m2(1 ft?)
Inclusions in the — 0.1 (0.004) Any number Any number
copper surface .
0.1 (0.004) 0.25(0.01) 30 4
0.25(0.01) — 0 0
— 0.25(0.01) Any number Any nuymb¢r
0.25(0.01) 3.0 (0.12) 30 Y
0.5 (0.02) or width I 3
1.25(0.05) 1.0 (0.04)
Indentations*
3.0 (0.12)
or width - 0
1.0 (0.04)
AN

material is ins

Publication §9-1

length
.0 mm

may be

bpper
n the

1IEC
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TABLEAU V

Inclusions admises entre film et cuivre

Dimension maximale de la surface

délaminée Nombre maximal d’inclusions autorisé
mm (in)
Supérieure Inférieure ou Dans toute surface | Dans toute surface
P égalea de 1 m2(10 ft?) de0,1 m2(1 f?)
- 0,25 (0,01) Toute quantité Toute quantité
0,25 (0,01) 0,5 (0,02) 150 30
0,5 (0,02) 1,0 (0,04) 30 8
H6—(6;04) 2;0—6;68) 1Y
2,0 (0,08) - 0

fournisseur.

2. — (Paragraphes 5.1 et 5.2) — Matériau fourn
matériau ne répondant pas aux exige
vent étre laissées sur le rouleau pour évi
condition que les parties défectpeuse

peau» visible sur le bord dy roufeay
gueurs défectueuses ne soigny pas’com

Epaisseur

Mesurée conformément au p
totale du film reco
pourcentage de tolérance autorisé

paisseur

¢n aucun point de la somme des épaisseurs

dans le

colle de
2.3.
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53

TABLE V

Permitted inclusions between film and copper

Maximum dlmex;srlec;n of delaminated Maximum permitted number of
- inclusions
mm (in)
In any area of In any area of
Above Not above I m? (10 f2) 0.1 m (1 f)
— 0.25(0.01) Any number Any number
0.25(0.01) 0.5 (0.02) 150 30
0.5 (0.02) 1.0 (0.04) 30 8
1O (nnA) 20 ((\08) 10 o)
2.0 (0.08) — 0

Notes 1. — (Sub-clause 5.2) — For any panels smaller than 0.1 m? (
numbers and maximum sizes of delaminated areas pgfin
as agreed between purchaser and supplier.

Thickness
of IEC Publication 249-1 the o

e permitted percentage tolerance a

verall

y point from the sum of the n<1minal
1

owed

06 in)
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5.4 Propriétés concernant I'adhérence de la feuille de cuivre

TABLEAU VI
Méthode d’essai
o (paragraphe dela | Epaisseur nominale de la feuille .
Propriétés Publi;g:ation 249-1 de cuivre Exigences
dela CEI)
Force d’adhérence a lalivrai- | 3.6 Aumoins égale 2 35 pm Pas inférieure 4 0,7 N/mm
son ] (305 g/m?, 1 oz/ft?) (4,0 1bf/in)
Inférieure a 35 pm Pas inférieure a 0,5 N/mm
(305 g/m?, 1 oz/ft?) (2,9 Ibf/in)
Force d’adhérence apres 3.6.2 Au moins égale a 35 um Pas inféneure a 0,7 N/fim
séjour de 30 min a 125°Cet (305 g/m?, 1 oz/ft?)
choc thermique de 10s Inférieure 435 um nhm
(305 g/m?, 1 oz/ft?)
Chacune ination
Fprce d’adhérence aprés 3.63 Au moins égalea 35 um nm
séjour de 30 min 4 200°C (305 g/m2, 1 oz/ft?)
(facultatif) Inférieure 4 35 pm nm
(305g/m?, 1 oz (2,9\bf/in)
M age, ni délaminpation
Vialeur résiduelle de la force | 3.6.6 Chacune \41?5 inférieure a 75%
d’adhérence aprés immer- mais durée de i cloquage, ni délamipation, ni
sion dans un solvant 3 min au liepde adhésivité, ni changement de
Splvants: 1,1,1-trichlor- 10 min couleur
éthane, isopropanol,
méthyléthylcétone,
chiorure de méthyléne
Maleur résiduelle de la force Mlne Pas inférieure a 75%
d’adhérence apreés condi Ni cloquage, ni délamipation, ni
tions simulées de revéte- adhésivité, ni changement de
ment electrolythue( acul- couleur
tatif)

5.p Reszstance S >>S>
<\ TABLEAU VII
Méthode d’essai
(paragraphe dela | Epaisseur nominale de la feuille .
< riété Publication 249-1 de cuivre Exigences
dela CEI)

Reststa aux flexions 312 18 pm 50 cycles (minfmum)
répétées (facultatif) (152 g/m?, 0,5 oz/ft?)
35um 100 cycles (minfmum)
305 m oz At
70 um 75 cycles (minimum)

(610 g/m?, 2 0z/ft?)

5.6 Soudabilité

5.6.1 Etat de surface brut de presse (sans autre traitement de surface)

Quand la feuille est essayée selon la méthode décrite au paragraphe 3.10 de la Publication
249-1 de la CEI et en accord avec les durées et températures spécifiées dans le tableau VIII,
les zones soudées doivent étre couvertes par une couche de soudure lisse et brillante. Les


https://iecnorm.com/api/?name=c63b48ad4ee18930ce6907f9c43ac484

249-2-15 © 1IEC 1987 — 17—
5.4  Properties related to the copper foil bond
TABLE VI
Test method
Property (SUb'Icéaé se of Nominal copper foil thickness Requirement

Publication 249-1)

blvent

ents: 1,1,1 trichloro-
thane, isopropyl aicohol,
nethylethylketone,
methylene chloride

1’4

Sol

= ]

3 min instead of
10 min <

O

Peel strength as received 3.6 35 um and heavier Not less than 0.7 N/mm
(305 g/m?, 1 oz/ft?) (4.0 1bf/in)
Less than 35 pm Not less than 0.5 N/mm
(305 g/m?, 1 0z/ft?) (2.9 1bf/in)
Peelstrength affer condition- j 3.0.2 35T and-treavier Nottessthan6-7NAmm—
irjg 30 min at 125°C and (305 g/m?, 1 0z/ft?) i
heat shock for 10's Less than 35 um
(305 g/m?, 1 oz/ft?)
Any dtion
Pee] strength after dry heat 3.63 35 um and heavier
fgr 30 min at 200°C (305 g/m?, 1 oz/ft?)
(¢ptional) Less than 35 pm
(305 g/m?, 1 oz/ft?
Ay_\ isterpng or delamingtion
Retention of peel strength 3.6.6 An Notgess than 75%
after immersion in but duration listering, delamination,

tackiness or colour chfange

Retention of peel strength
After simuiated plating
(pptional)

S

Not less than 75%
No blistering, delaminatjon,
tackiness or colour change

Q

Flexuralf%?

%

5.5
TABLE VII
\ Test method
(Sub-clause of . I .
erty 1EC Nominal copper foil thickness Requirement
Publication 249-1)
Flexuwe 3.12 18 um 50 cycles (minimum)
(optional) (152 g/m?, 0.5 oz/ft?)

35um 100 cycles (minimum)

(305 ¢/m?2 1 0z7/f1?)
70 um 75 cycles (minimum)

(610 g/m?, 2 oz/ft?)

5.6 Solderability
5.6.1

Plate finish (without further surface treatment)

When the sheet is tested by the method described in Sub-clause 3.10 of IEC
Publication 249-1 and in accordance with the times and temperatures specified in Table VIII,
the soldered areas shall be covered with a smooth and bright solder coating. Scattered imper-
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deéfauts éparpillés, tels que des piqiires, ne doivent pas représenter plus de 5% de la surface et

ne doivent pas étre localisés dans un seul endroit de la surface.

Pour savoir si les surfaces non mouillées ou démouillées peuvent étre acceptées, on

applique les criteres de la figure 9 de la Publication 249-1 dela CEI.

Sur chaque lot de 10 éprouvettes, au moins 6 doivent subir I’essai avec succes.

Apres séjour de 30 min 4 125°C:
a) Mouillage
TABLEAU VIII

. . Temps maximal de . "
Epaisseur du cujvre T Températ
AN
pum (in) s /¢
o
35(0,0014) 9 S35+
(305 g/m?, | 0z/ft?) 0
70 (0,0028) 3 \3}({\>
610 g/m?, 2 oz/ft?
©1% ) /N ING

b) Démouillage

235+3°C.

Note. — Pour des épaisseurs de cuivre
démouillage peuvent faire I’objet-d

5..2  Finition dépolie
Non applicable

5.1 Stabilité dimenSionne

TABLEAU IX

Méthode d’essai (para-
graphe de la Publication
249-1dela CEI)

Exigences

<N
\ Pro\r%j
N
N\

ariation\dimensionnelle aprés
grayure gséquence | seule- 3.11

2,5 um/mm max. dans
une direction quelcon-
que

\(a,r(ation dimensionnelle aprés
gravure et chauffage (séquen- 3.11
ces | et 2) (facultatif)

3,5 pm/mm max. dans
une direction quelcon-
que

6. Propriétés non électriques du matériau de base aprés enlévement complet de la feuille de cuivre

6.1 Apparence du matériau de base
Non spécifié.

6.2 Contrainte de flexion
Non applicable.
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fections, such as pin-holes, shall not occur on more than 5% of the surface and shall not be

concentrated in one area.

For the acceptability of the unwetted or dewetted areas, the criteria of Figure 9 of IEC

Publication 249-1 apply.

At least six specimens out of each batch of 10 shall pass the test.
After conditioning 30 min at 125°C:

a) Wetting

TABLE VIII

Maximum wetting time

Temperature

Thickness of capner
P

(610 g/m?, 2 oz/ft?)

b) Dewetting

Test specimens shall remain in contact wit

AN
um (in) s ﬂ
35(0.0014) ) &5
(305 g/m2, 1 oz/ft?)
70 (0.0028) 3 xw\\/
0
RN

Note. — For thicknesses of copper greater than
agreed upon between purchaser
5.6.2 Matfinish
Not applicable.
5.7 | Dimensional stabikity

P

TABLE IX

Property

Test method (Sub-clause
of IEC
Publication 249-1)

Requirement

imensions| change due to
ing (pPocess step 1 only)

3.11

2.5 pm/mm maximum in
either direction

Diménsional change due to
etching and heating (process
steps | and 2) (optional)

3.5 um/mm maximum in
either direction

6. Non-electrical properties of the base material after complete removal of the copper foil

6.1  Appearance of the base material

Not specified.

6.2 Flexural strength
Not applicable.

may be
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6.3 Inflammabilité
TABLEAU X

Méthode d’essai (para-
Propriété graphe de la Publication Exigence
249-1dela CEI)

Inflammabilité des films d’épais- Selon accord entre four-
seur au moins égale a 50 um 43.5 nisseur et acheteur
(0,002 in)

6.4  Absorption d’eau

Non specitiee.

6.5| Blanchiment au croisement des fibres

Non applicable.

7. |Emballage et marquage

X~
-

Emballage

Les matériaux fournis en rouleaux, en feuilles o
maniére adéquate dans des caisses ou des cadres/d
nation pendant le transport et le stockage.

allés de
ntami-

7.2 Marquage

Hoivent

e) épais
f) nombre

iche de

8. |Essais de réception

Non spécifié.

9. Exigences supplémentaires
9.1  Pourles matériaux fournis en rouleaux

9.1.1 Les matériaux fournis en rouleaux doivent étre solidement enroulés sur mandrin de
diametre intérieur minimal de 50 mm (2 in) et suivant accord entre fournisseur et acheteur.

9.1.2  Latolérance sur la largeur nominale des rouleaux livrés en largeur de fabrication ne doit pas
dépasser £25 mm (1 in).
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